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(57) Abstract F

A miniature electronic memory device com-
prising at least one integrated memory circuit (2,
20), an interconnection interface (3) and a housing
(1) for at least one integrated memory circuit (2,
20), wherein at least one portion (7, 70) of the in-
terconnection interface (3) forms an electrical con-

tact for at least one integrated memory circuit (2,
20), and at least one portion of the housing (1)
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has a projecting portion (14) enabling easier at- - E <
tachment of the memory device to a support (8) so 7001 !

that said memory device can record data relating

to the history of said support (8) or to elements in 6 6 \
its environment, 4L 32 7 16 3 5

(57) Abrégé

Le dispositif & mémoire électronique miniaturisé selon 1'invention comporte au moins un circuit intégré mémoire (2, 20), une interface
d’interconnexion (3) et un boitier (1), ledit boitier (1) est un logement pour au moins un circuit intégré mémoire (2, 20), au moins une
partie (7, 70) de ladite interface d’interconnexion (3) forme un contact électrique pour au moins un circuit intégré mémoire (2, 20) et au
moins une partie dudit boitier (1) est agencée d’un dégagement (14) pour faciliter 1a fixation dudit dispositif & mémoire sur ledit support
(8), afin que ledit dispositif 2 mémoire puisse documenter des informations relatives au curriculum vitae de ce support (8) ou 2 des €léments
se trouvant dans son environnement.
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DISPOSITIF A MEMOIRE ELECTRONIQUE

La présente invention concerne un dispositif 2 mémoire électronique et un

procédé pour I'assemblage de ce dispositif selon les revendications.

1l existe & Pheure actuelle de nombreux dispositifs & mémoire de petites di-
mensions, sans source interne d’alimentation pouvant étre lues, voir lues et
écrites par un systéme adéquat. Ces dispositifs peuvent étre incorporés dans
de nombreux systémes tels que "cartes a puce” qui sont utilisées comme moy-
en de se procurer de I'argent (cartes de crédit, cartes bancaires, etc), les car-
tes & prépayement (téléphone, machines 2 café, parkings, etc). Ces dispositifs
peuvent aussi étre incorporés dans des systémes de clés électroniques ou
d’étiquettes électroniques. Dasn ce dernier type d’application, plus particulié-
rement, les informations contenues dans la mémoire concernent le plus souv-
ent le support sur lequel le dispositif 2 mémoire est monté. Il peut s’agir aussi
bien de cartes d’appareils électroniques, de plaques frontales d’instruments, de
batis de machines, de composants complexes, etc. Il est donc trés important
dutiliser un dispositif qui puisse facilement étre adapté a tous ces types d’uti-

lisation tout en assurant la protection des élements électroniques sensibles.
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Or plusieurs points importants obérent la fiabilité de la plupart de ces dispo-

sitifs 2 mémoire et limitent leurs domaines d’application.

10

15

20

Premiérement ils sont montés sur des supports en matiére plastique qui
peuvent facilement se déformer, voire étre détruits, lors de contraintes
mécaniques ou thermiques méme relativement courantes. L’utilisation
de ces dispositifs 2 mémoire est donc limitée a des applications dans
lesquelles leurs destructions éventuelles n'entraineraient pas le cas

échéant de conséquences trop ficheuses.

Deuxiemement accés & la mémoire nécessite plusieurs contacts élec-
triques, contacts qui sont une source importante et endémique de mau-
vais fonctionnements. Il est donc fréquent que le dispositif 3 mémoire
(carte, clé, etc) ne puisse plus étre introduit dans I’appareil de lecture,

ou ne puisse plus étre lu par ce dernier.

Troisiémement les applications possibles de ces dispositifs & mémoire
sont limitées par I'étendue et par la forme souvent standardisée de
leurs supports et de leurs appareils de lecture. La maniére de fixation
ou d’assemblage de ces dispositifs 2 mémoire sur des supports et la
maniére d’accés aux informations de leurs mémoires restreignent dra-

stiquement les domaines potentiels d’application.

25  La présente invention a pour but d’apporter une solution & ces différents

problémes par un dispositif & mémoire électronique d’une construction parti-

culierement fiable et flexible dans ses applications.

30 Conformément 2 I'invention, ce but est atteint dans un dispositif & mémoire

électronique miniaturisé comportant un boitier servant a la fois de logement
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et de moyen de fixation d’'un sous-ensemble électronique sur des supports.
Ledit sous-ensemble électronique comporte un interface d’interconnexion, sur
lequel est monté au moins un circuit intégré mémoire avec lecture ou lectu-
re/écriture superposé a l'alimentation en courant électrique. Ce boitier se
laisse incorporer plus ou moins intégralement dans un support. Il peut assu-
mer des charges plus ou moins complexes, il peut étre intégré mécanique-

ment, électroniquement et functionellement.

Ledit interface d’interconnexion est fixé a Pinterieur d’'une extrémité du boi-
tier. De préférence cette fixation est réalisée par insertion. Pour cela linter-
face est serti au moins partiellement d’une extrémité dudit boitier. L'interface
comporte des zones métallisées agencées de maniére 4 assurer, aprés assem-
blage, les liaisons entre les bornes d'une alimentation en courant électrique
d’au moins un circuit intégré. Ces contacts électriques se situent sur ledit
interface d’interconnexion (contacts centraux). Ces contacts électroniques

peuvent aussi se situer sur le boitier (contacts périphériques).

De préférence au moins un circuit intégré mémoire est connecté électrique-
ment et mécaniquement sur des surfaces de I'interface d’interconnexion, for-
mant ainsi un sous-ensemble électronique. De méme au moins un circuit
intégré mémoire peut étre connecté électriquement et mécaniquement sur
une ou deux surfaces de interface d’interconnexion. En plus il est possible de
contacter un composant supplémentaire. Un tel composant supplémentaire
peut, & titre d’exemple étre un autre circuit intégré mémoire ou il peut étre
une alimentation en courant électrique. Selon I'invention au moins une borne
d’au moins un circuit intégré mémoire est relié électriquement a au moins un
contact central dudit interface d’interconnexion et au moins deux bornes d’une

alimentation en courant électrique sont reliés électriquement & au moins deux

contacts centraux.
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Le dispositif est caracterisé par le fait que I'une des extrémités dudit boitier
est formée a pouvoir y fixer ledit sous-ensemble électronique a I'aide d’un
moyen de fixation. Pour cela, ledit boitier comporte au moins une partie tubu-
laire permettant de fixer le boitier dans un pendant dudit support. Ce pendant
peut, & titre d’exemple étre un trou pratiqué dans le support. Ce trou pratiqué
peut étre borgne ou traversant. Le boitier est de préférence de forme tubulai-
re, mais il peut avoir toute forme, pourvue que la forme soit adaptée 2 la
fonction, par exemple au moyen de fixation ou de la dimension du sous-es-

nemble électronique.

De préférence ce support est de matiére électro-conductrice, mais il peut
aussi étre de matiére purement diélectrique ou de matiére purement conducti-
ce. Ladite fixation de la pariie tubulaire se réalise a titre d’exemple par défor-
mation d’une autre extrémité dudit boitier ou par exemple par contact vissé
d’une zone filetée du boitier. Aprés étre fixé sur un support de matiére élec-
tro-conductrice, ce boitier peut permettre un contact électrique entre le sous-

ensemble et ledit support.

Cette construction permet de réaliser un dispositif & mémoire miniaturisé
robuste, indépendamment et universellement utilisable, qui se laisse monter a
I'aide du boitier sur un vaste échantillon de supports divers. Ainsi le boitier
sert 2 la fois de protection mécanique, de moyen de fixation sur un support et
de contact électrique du dispositif 2 mémoire. Le dispositif 2 mémoire selon
I'invention peut, vu ses dimensions réduites et ses moyens de fixation varia-
bles, étre incorporé dans un bon nombre d’objets sans présenter d’inconvé-
nients de par sa présence. Le dispositif peut étre intégré intégralement dans
un support. Il péut par exemple assumer des charges fonctionellement impor-
tantes sur ce support. Mais il est aussi concevable que le dispositif soit isolé

électroniquement de ce support, qu'il soit méme dissimulé ou incorporé dans
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ce support. Pour garantir une dissimulation ou une protection supplémentaire,
le boitier se laisse couvrir par exemple par un couvercle détachable ou par
une pince ad hoc détachable, afin de pouvoir couvrir temporairement le dis-

positif & mémoire.

Le dispositif 4 mémoire peut contenir des informations qui se rapportent 2

I'objet dans lequel il est incorporé ou a la personne qui porte l'objet. Ces
informations peuvent donner des indications quant a la provenance ou l'ap-
partenance de I'objet ou de la personne. Ces informations peuvent aussi don-
ner des indications quant a lidentité ou I'état de I'objet ou de la personne.
Ainsi le dispositif sert de curriculum vitae du support ou de l'objet duquel ce
support fait parti. Pendant toute la durée de vie de ce support ou de cet objet,
il peut mémoriser des données ou informations importantes. Plus générale-
ment, le dispositif sert de garde mémoire a des éléments se trouvant dans son
environement. Le dispositif 2 mémoire est spécialement adapté a étre incor-
poré dans des cartes de circuits imprimés comme support. [l n’est.pas néces-
saire d’incorporer le dispositif, il peut étre simplement fixé sur un objet. Le
dispositif 2 mémoire est ainsi accessible 2 Pécriture/lecture et a I'alimentation
en courant électrique, de sorte que ledit dispositif garde des informations
relatives A I’état de ces cartes imprimées lors de leur procédé de production
et lors de leurs utilisaton future. Grage au couvercle détachable ou a la pince
ad hoc détachable, le dispositif 3 mémoire reste protégé lors des passages
dans des milieux hostiles lors du procédé de production des cartes imprimées

ou lors de leurs utilisation future.
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L’invention est décrite ci-aprés a l'aide d’exemples et de références aux figu-

res jointes, dans lesquelles:
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la figure 1 est une vue schématique latérale et représente un premier
mode de réalisation préféré d’un dispositif & mémoire selon I'invention
avec un sous-ensemble électronique comportant un seul circuit intégré

mémoire.

la figure 2 est une vue schématique latérale et représente un deuxiéme
mode de réalisation préféré d’un dispositif & mémoire selon I'invention
avec un sous-ensemble électronique comportant deux circuits intégrés

mémoires.

la figure 3 est une vue schématique latérale et représente. un troisiéme
mode de réalisation préféré d’un dispositif 2 mémoire selon I'invention
avec un sous-ensemble électronique comportant un circuit  intégré

mémoire et un composant supplémentaire.

la figure 4 est une vue schématique latérale et représente un quatrieme
mode de réalisation préféré d’un dispositif 2 mémoire selon I'invention
avec un sous-ensemble électronique comportant un seul circuit intégré

mémoire.

la figure S est une vue en élévation du premier mode de réalisation
préféré d’un dispositif 2 mémoire selon la figure 1 pour montrer in-

sertion partielle de I'interface d’interconnexion du sous-ensemble élec-

tronique.

la figure 6 est une vue latérale du premier mode de réalisation préféré
d’un dispositif 2 mémoire selon la figure 1 et aprés rivure du boitier

sur un support.
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- figure 7 est une vue latérale d’un dispositif & mémoire selon I'invention
avec un cinquiéme mode de réalisation préféré avec un circuit intégré

mémoire et aprés vissage du boitier sur un support.

- la figure 8 est une vue latérale du cinquiéme mode de réalisation pré-
féré d’un dispositif 2 mémoire monté sur un support selon la figure 7

avec un couvercle détachable.

- la figure 9 est une vue latérale (2 gauche) et en élévation (2 droite) du
premier mode de réalisation préféré d’'un dispositif 2 mémoire monté

sur un support selon la figure 6 avec une pince ad hoc détachable.

Sur la figure 1 est représenté en vue schématique latérale un premier mode
de réalisation préféré d'un dispositif 2 mémoire selon l'invention. Dans un
boitier 1 se trouve un interface d’interconnexion 3 et sur ledit interface d’in-
terconnexion 3 est conmnecté électriquement et mécaniquement un circuit
integré mémoire 2. L'interface d’interconnexion 3 et le circuit intégré mémoi-
re 2 forment un sous-ensemble électronique 17. L'interface d’interconnexion 3
est serti du boitier 1. Le circuit integré mémoire 2 se trouve 2 I'intérieur dudit
boitier 1 sur la surface supérieure de Pinterface d’interconnexion 3 et il est

couvert d’une couche de protection 21.

Ledit boitier 1 sert de logement pour ledit circuit integré mémoire 2. Le boi-
tier 1 est de matiére électro-conductrice. Ainsi le boitier 1 est par exemple
métallique ou il est de matiére diélectrique avec des conduits électriques ou il
est de matiére diélectrique sans des conduits électriques. Dans ce premier
mode de réalisation préféré le boitier 1 posséde une symétrie circulaire (voire
la figure 5) et est agencé d’'un dégagement 14. Ainsi le boitier 1 comporte une

extrémité basse déformable 4 avec un diamétre plus grand comparée a une
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extrémité haute déformable 9 avec un diametre plus petit. L'extrémité basse
déformable 4 sert d’insertion du sous-ensemble électrique a l'aide de l'inter-
face d’interconnexion 3, U'extrémité haute déformable 9 sert de fixation d’au
moins une partie tubulaire due boitier 1 dans un pendant du support. Ce
pendant peut, 2 titre d’exemple étre un trou pratiqué dans le support. Ce trou
pratiqué peut étre borgne ou traversant. Notons que cette configuration trés
compacte et robuste permet d’utiliser le dispositif selon I'invention pour réali-
ser des exécutions trés miniaturisées. Le diamétre dudit boitier 1 se monte a
environ 4mm? par contre sa hauteur s’éleve 2 environ 1,6mm. Ce boitier tubu-

la 1 se laisse obtenir par exemple par une méthode de formage connue a

’homme du métier.

Ledit interface d’interconnexion 3 peut étre un circuit imprimé comportant
des zones métallisées sur ses deux surfaces. Conforménent a la figure 1, le
circuit intégré mémoire 2 est monté sur la surface supérieure 3.1. De préfé-
rence l'interface d’interconnexion 3 est fait A la base de matiére plastique et
consiste donc par exemple d’une feuille mince en polyimide avec des couches

de zones métallisées.

Ledit circuit intégré mémoire 2 comporte des bornes permettent d’assurer par
fils électriques (bonding) les liaisons entre le circuit intégré 2 et les zones
métallisées de linterface d’interconnexion 3. Ces liaisons pourraient égale-
ment étre effectuées par thermocompression (bumps) ou tout autre méthode
connue. On connait 2 I’heure actuelle des circuits intégrés mémoires 2 de type
EEPROM (Electrically Erasable Programable Read-Only Memory) qui peu-
vent étre lus, voire lus et écrits, directement sur les bornes d’alimentation en
courant électrique..Bien que ces circuits intégrés 2 soient encore peu connus,
nous nentrerons pas en détail dans la description de leur fonctionnement,

celui-ci faisant I'objet de demandes de brevet specifiques. Il suffit de savoir
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que ces circuits ne demandent que deux connexions électriques, un premier

pole d’alimentation relié a la masse, et le second péle d’alimentation.

Un premier pdle d’alimentation du circuit intégré mémoire 2 est relié a un
contact central 7 sur la surface inférieure 3.2 par I'intermédiaire d’un trou mé-
tallisé 16. Un second pdéle d’alimentation du cifcuit intégré mémoire 2 est
relié 4 une partie 6 et & un contact périférique 700 électriquement conductible
et accessible de I'extérieur du boitier 1. Dans cette configuration, un systéme
de lecture pourra donc accéder aux deux bornes d’alimentation en courant
électrique du circuit intégré mémoire 2 en établissant deux contacts, I'un avec
le contact central 7 de l'interface d’interconnexion 3, 'autre avec le contact

périférique 700 du boitier 1.

Ledit interface d’interconnexion 3 est serti d’au moins une partie de fixation 5
d’'une extrémité basse déformable 4 dudit boitier 1. Cette insertion peut se
faire apres avoir réalisé les liaisons entre le circuit intégré mémoire 2 et les
zones métallisées de Iinterface d’interconnexion 3. De préférence I'interface
d’interconnexion 3 est serti partiellement par une partie tubulaire du boitier 1
(voire figure 5). En plus en choissisant une matiére de contact électrique 6
ductile, par exemple de I'or ou de I'argent, les contacts électriques 6 s’établis-
sent quasi automatiquement sous la pression lors de P'insertion et sans qu'un
soudage ne soit nécessaire. Apres 'insertion de I'interface d’interconnexion 3
le circuit intégré mémoire 2 se laisse couvrir d’'une couche de protection 21.
Cette couche de protection 21 peut, & titre d’exemple consister d’'une goutte

de colle ou de résine endurcie.

Le dispositif 3 mémoire selon I'invention représente plusieurs avantages en

comparaison avec un dispositif & mémoire semblable publié¢ dans la demande
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de brevet internationale PCT/CH93/00133 du 24 mai 1993. Cette €tiquette
électronique ne posséde pas les avantages d’un boitier tublaire et montre I'in-
convéniant d’un procédé d’assemblage compliqué, nécessitant une quantité de
fixation & colle pour lier les divers élements. La présente invention possede en
plus I'avantage que toute la surface inférieure 3.2 de linterface d’interconn-
exion 3 est accessible de I'extérieur. Ceci permet dans la réalisation de plu-
sieurs trous métallisés 2 travers interface d’interconnexion 3 accessibles de

Iextérieur (voire figures 2,3 et 4).

Ainsi le boitier 1 joue 2 la fois un role électrique en servant de contact élec-
trique, et il joue un role mécanique en assurant la rigidité de I'assemblage du
circuit intégré mémoire 2 et du contact central 7. Cependant son réle sur le
plan mécanique et électronique ne se limite pas a cela, ce qui ressort des

figures suivantes.

Sur la figure 2 est représenté en vue schématique latérale un deuxiéme mode
de réalisation préféré d’un dispositif & mémoire selon 'invention avec un
circuit intégré mémoire et un composant supplémentaire, qui représente un
deuxieme circuit intégré mémoire. Le premier et le deuxiéme mode de réali-
sation préféré sont semblables dans la plupart des détails. Ainsi nous nous
référons pour ces détails a la description de la figure 1 et discutons par la
suite seulement les différences par rapport au premier mode de réalisation

préféré selon la figure 1.

Le composant supplémentaire peut étre un élément électronique quelconque,
active ou passive. Dans ce mode de réalisation préféré elle est 2 titre d’exem-
ple un deuxiéme circuit intégré mémoire 20, mais elle peut aussi étre.un

circuit de commande ou un interface input/output en silicium. Lesdits deux
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circuits intégrés mémoires 2,20 sont montés par thermocompression sur les
surfaces opposées de Iinterface d’interconnexion 3, le circuit intégré mémoire
2 est monté sur la surface supérieure 3.1, le circuit intégré mémoire 20 est
monté sur la surface inférieure 3.2. Les deux circuits intégrés mémoires 2,20
sont couverts chacun d’une couche de protection 21. Lesdits deux circuits

intégrés mémoires 2,20 et interface d’interconnexion 3 forment un sous-en-

semble électronique 17.

Dans ce deuxiéme mode de réalisation préféré d’un dispositif 2 mémoire

selon Pinvention les deux poles d’alimentation du premier circuit intégré mé-

moire 2 de la surface supérieure 3.1 sont reliés & deux contacts centraux 7,70

sur la surface supérieure 3.1. Quant au deuxiéme circuit intégré mémoire 20
de la surface inférieure 3.2, ses deux poles d’alimentation sont reliés a respec-
rivement deux contacts centraux 7,70 sur la surface inférieure 3.2. Ces deux
contacts centraux 7,70 sont 2 leur tour reliés par lintermédiaire des deux
trous métallisés 16,160 avec respectivement deux contacts centraux 7,70 sur. la
surface supérieure 3.1. Ces contacts centraux 7,70 sur la surface supérieure 3.2
sont reliés a deux parties 6,60 et a respectivement deux contacts périfériques
700,7000 separés I'un de I'autre et €électriquement conductible et accessible de

Pextérieur du boitier 1.

Ainsi un systtme de lecture pourra donc accéder aux deux bornes d’alimen-
tation en courant électrique des deux circuits intégrés mémoires 2,20 en éta-
blissant deux contacts, 'un avec le contact périférique 700 et l'autre avec le
contact périférique 7000 du boitier 1. Selon Iinvention il est bien sdr possible
de relier davantage, ¢a veut dire plus que deux contact centraux 7,70 a travers
Pinterface d’interconnexion. De méme il est possible de relier plus que deux

circuits intégrés mémoires 2,20 a plus que deux contacts périfériques 700,7000.



WO 95/28713 PCT/CH95/00079

10

15

20

25

30

- 12 -

Sur la figure 3 est représenté en vue schématique latérale un troisiéme mode
de réalisation préféré d’un dispositif & mémoire selon l'invention avec un cir-
cuit intégré mémoire et un composant supplémentaire, qui représente une
alimentation en courant électrique. I1 y a une grande ressemblance dans la
plupart des détails avec le premier et deuxiéme mode de réalisation préféré.
Ainsi nous nous référons pour ces détails aux descriptions des figures 1 et 2 et

discutons par la suite seulement les différences.

Ledit circuit intégré mémoire 2 et ladite alimentation en courant électrique 22
sont montés sur les surfaces opposées de linterface d’interconnexion 3, le
circuit intégré mémoire 2 est monté sur la surface supérieure 3.1, le compo-
sant supplémentaire 22 est monté sur la surface inférieure 3.2. Ils sont tous les
deux couverts d’une couche de protection 21. Ledit circuit intégré mémoires 2,
Palimentation en courant électrique 22 et Pinterface d’interconnexion 3 for-

ment un sous-ensemble électronique 17.

Dans ce troisiéme mode de réalisation préféré d’un dispositif 2 mémoire selon
I'invention les deux poles d’alimentation du circuit intégré mémoire 2 de la
surface supérieure 3.1 sont reliés 4 deux contacts centraux 7,70 sur la surface
supérieure 3.1. Ces deux contacts centraux 7,70 sont reliés par intermédiaire
des deux trous métallisés 16,160 avec respectivement deux contacts centraux
7,70 sur la surface inférieure 3.2. Ces deux contacts centraux 7,70 sur la surfa-
ce supérieure 3.2 sont en plus reliés & deux parties 6,60 et a respectivement
deux contacts périfériques 700,7000 separés I'un de l'autre et électriquement
conductible et accessible de I'extérieur du boitier 1. Quant a I'alimentation en
courant électrique 22 de la surface inférieure 3.2, ses deux poles d’alimenta-

tion sont aussi reliés aux deux contacts centraux 7,70 sur la surface inférieure

3.2.
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Ainsi un systéme de lecture pourra donc accéder aux deux bornes d’alimen-
tation en courant électrique dudit circuit intégré mémoire 2 et de Ialimen-
tation en courant électrique 22 en établissant deux contacts, I'un avec le con-

tact périférique 700 et I'autre avec le contact périférique 7000 dudit boitier 1.

Cette construction offre I’avantage unique, que le composant supplémentaire
est une alimentation en courant électrique 22. Une telle alimentation en cou-
rant électrique 22 peut par exemple étre simplement une bobine comme sour-
ce d’électricité ou elle peut par exemple étre un accumulateur avec un syste-
me de stabilisation du courant électrique. L’homme du métier, connaissant la

présente invention, peut réaliser une vaste gamme de réalisations différentes.

Comme les deux bornes dudit circuit intégré mémoire 2 et les deux bornes de

ladite alimentation en courant électrique 22 sont reliées électriquement, le

circuit intégré mémoire 2 peut étre alimenté en courant électrique par cette

alimentation, ce qui augmente la performance et I'independance du dispositif
3 mémoire selon I'invention, car le circuit intégré mémoire 2 peut maintenant

étre nourri de alimentation en courant électrique 22.

De plus il est possible de ne pas realiser les contacts périfériques 700, 7000
dudit boitier 1 et de fournir I'alimentation en courant électrique par exemple
par une bobine RF, qui sert ainsi a la fois de source d’électricité et de moyen
de lecture/écriture de I'extérieur, afin que ledit dispositif 2 mémoire puisse

documenter des informations relative au curriculum vitae de ce support 8.

Sur la figure 4 est représenté en vue schématique latérale un quatriéme mode

de réalisation préféré d’un dispositif 3 mémoire selon I'invention avec un cir-
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cuit intégré mémoire. Il y a une grande ressemblance dans la plupart des
détails avec les premier et deuxiéme modes de réalisation préféré. Ainsi nous
nous référons pour ces détails aux descriptions des figures 1 et Z et discutons

par la suite seulement les différences.

Dans ce mode de réalisation préféré d’un dispositif 4 mémoire selon I'inven-
tion un circuit intégré mémoires 2 et I'interface d’interconnexion 3 forment un
sous-ensemble électronique 17. Les deux péles d’alimentation du circuit inté-
gré mémoire 2 de la surface supérieure 3.1 sont reliés a deux contacts cen-
traux 7,70 sur la surface supérieure 3.1. Ces deux contacts centraux 7,70 sont
reliés par l'intermédiaire des deux trous métallisés 16,160 avec respectivement
deux contacts centraux 7,70 sur la surface inférieure 3.2. Ces deux contacts
centraux 7,70 sur la surface inférieure 3.1 sont separés 'un de-l'autre élec-
triquement et du boitier 1. Ils sont accessible de Pextérieur & travers les con-
tacts centraux 7,70 de l'interface d’interconnexion 3, permettent ainsi I'alimen-
tation en courant électrique et Paccés d’un systéme de lecture/écriture au

circuit intégré 2.

Sur la figure 5 est représenté en vue en élévation le premier mode de réalisa-
tion préféré d’un dispositif & mémoire selon la figure 1 pour montrer I'inser-
tion du sous-ensemble électronique 17 & l'aide de I'interface d’interconnexion.
Cette vue latérale montre bien que linterface d’interconnexion 3 se laisse a
titre d’exemple sertir partiellement par une partie tubulaire de fixation 5
d’une extrémité basse déformable 4 du boitier 1. Cette partie de fixation 5
représente par exemple des griffes, qui permettent de sertir I'interface d’inter-
connexion 3. Cette insertion est une méthode connue a 'homme du métier.

Elle est éprouvée, robuste et durable.
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Sur la figure 6 est représenté en vue latérale du premier mode de réalisation
préféré d’un dispositif 4 mémoire selon la figure 1 et aprés rivure comme
moyen de fixation du boitier sur un support. Ledit boitier 1 est agencé d’un
dégagement 14 pour faciliter la fixation dudit dispositif & mémoire sur ledit
support 8 et que ledit boitier 1 est agencé d’une extrémité haute déformable 9
pour étre rivé sur ledit support 8. De préférence ce support 8 est de matiére
électro-conductrice. Aprés étre fixé sur ce support 8, le boitier 1 permet un
contact électrique entre I'interface d’interconnexion 3 et ledit support 8 en
matiére électro-conductrice. Le moyen de fixation F consiste donc dans une
déformation de ladite extrémité haute déformable 9 dans un trou pratiqué 15

dudit support 8. Une rivure est une méthode connue a 'homme du métier.

Sur la figure 7 est représenté en vue latérale un dispositif 24 mémoire selon
Pinvention avec un cinquiéme mode de réalisation préféré avec un circuit
intégré mémoire et aprés vissage comme moyen de fixation du boitier sur un
support. Le premier et le cinquiéme mode de réalisation préféré sont sem-
blables dans la plupart des détails. Nous nous référons pour ces détails a la
description de la figure 1 et discutons par la suite seulement les différences

par rapport au premier mode de réalisation préféré selon la figure 1.

Selon la figure 7 le boitier 1 est agencé d’'une zone filetée 11 pour étre vissé
dasn un trou taraudé 12 sur un support 8, de préférence sur un support 8 en
matiére électro-conductrice. Le vissage comme moyen de fixation F permet
ainsi un contact électrique entre linterface d’interconnexion 3 et ledit support

8 en matiére électro-conductrice a travers le boitier 1.

Le boitier 1 et son filetage 11 se laissent par exemple obtenir par décolletage.

Cette décolletage comme fabrication de filetages de méme que le vissage
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comme moyen de fixation F sont des méthodes connues a 'homme du métier.

Le dispositif 2 mémoire selon I'invention peut, vu ses dimensions réduites et
ses moyens de fixation variables, étre incorporé dans un bon nombre d’objets
sans présenter d’inconvénients de par sa présence. Il est ainsi possible, comme
montré dans la figure 7, de noyer le dispositif 4 mémoire entiérement dans le

support 8, afin que le dispositif 2 mémoire soit dissimulé dans le support 8.

Sur la figure 8 est représenté en vue latérale un cinquiéme mode de réalisa-
tion préféré d’un dispositif & mémoire monté sur un support selon la figure 7
avec un couvercle détachable, afin de pouvoir couvrir temporairement le
dispositif 2 mémoire. Ce couvercle détachable 13 est par exemple métallique
ou de matiére plastique. Selon figure 8 le couvercle détachable 13 posséde
une symétrie circulaire et est agencé de telle maniére de pouvoir renfermer le

dispositif 2 mémoire quasi totalement tout en étant facilement détachable.

Ledit dispositif 3 mémoire est miniaturisé robuste, indépendamment et uni-
versellement utilisable et se laisse monter a 'aide du boitier 1 sur un vaste
échantillon de supports 8 divers. Du fait que le couvercle détachable 13 peut

couvrir dispositif & mémoire résultent au moins deux avantages:

Premiérement, le dispositif 4 mémoire se laisse dissimuler quasi totalement
avec ce couvercle détachable 13. Le dispositif 4 mémoire ainsi dissimulé peut
contenir des informations qui se rapportent 2 un objet dans lequel il est incor-
poré ou i une personne qui porte I'objet. Ces informations peuvent donner
des indications quant a la provenance ou I'appartenance de I'objet ou de la
personne. Ces informations peuvent aussi donner des indications quant a

I'identité ou I'état de I'objet ou de la personne.
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Deuxiemement, le dispositif 4 mémoire se laisse munir d’'une protection ad-
ditive avec ce couvercle détachable 13. Cette protection additive peut étre de
grande importance, par exemple lorsqu’on utilise le dispositif 2 mémoire com-
me indicateur incorporé dans des cartes de circuits imprimés lors de leur pro-
cédé de production. Dans cette function d’indicateur le dispositif peut garder
des informations relatives a I'état de ces cartes imprimées lors de leur pro-
cédé de production. La protection supplémentaire est necéssaire, car la pro-
duction de cartes imprimées inclus aussi des passages du dispositif dans des
milieux hostiles, par exemple lors des opérations de soudage des composants,
de soudure 2 la vague, de passage au four, etc. Le couvercle détachable 13 se

laisse facilement détacher pour accéder au dispositif & mémoire.

L'invention revendique donc lutilisation d’un dispositif & mémoire électroni-
que, caractérisé en ce que ledit dispositif 2 mémoire est incorporé dans une
carte de circuits imprimés comme support 8, que ledit dispositif & mémoire
est accessible 4 I'écriture/lecture et i I'alimentation en courant électrique, de
sorte que ledit dispositif 2 mémoire garde des informations relatives a I'état
de ces cartes imprimées lors de leurs procédés de production et lors de leurs

utilisation tuture.

Sur la figure 9 est représenté en vue latérale (2 gauche) et en élévation (a
droite) un premier mode de réalisation préféré d’'un dispositif a mémoire
monté sur un support selon la figure 6 avec une pince ad hoc 10 détachable,
afin de pouvoir couvrir temporairement le dispositif 4 mémoire. Cette pince
ad hoc détachable 10 est par exemple métallique ou de matiére diélectrique
ou plastique. Selon figure 9 le couvercle détachable 10 possede une symeétrie
circulaire et est agencé de telle maniére de pouvoir renfermer le dispositif 4
mémoire quasi totalement et d’étre facilement, par exemple & laide d’une

function de ressort incorporé détachable. Concernant la function de cette
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pince ad hoc détachable 10, elle est similaire a celle du couvercle détachable

13 et nous référons ainsi a la description du couvercle détachable 13 selon la

figure 8.

Il existe bien sur bien d’autres formes d’exécution du dispositif selon I'inven-
tion, mais leur description n’apporterait pas d’éléments supplémentaires a la

compréhension de cette derniére.
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REVENDICATIONS

Dispositif 4 mémoire électronique miniaturisé comportant au moins un
circuit intégré mémoire (2,20) et un interface d’interconnexion (3), carac-
térisé en ce qu'il comporte un boitier (1), que ledit boitier (1) sert de
logement pour un sous-ensemble électronique (17) et qu'au moins une
partie (6) dudit boitier (1) est agencée de maniére 4 permettre la fixation
dudit dispositif 4 mémoire sur un support (8), afin que ledit dispositif a
mémoire puisse documenter des informations relative & ce support (8) ou

3 des éléments se trouvant dans son environement.

Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit boitier (1)

est en partie tubulaire.

Dispositif selon une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit

boitier (1) est agencé d’une zone filetée (11) pour étre vissé sur ledit

support (8).

Dispdsitif selon une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que ledit
boitier (1) est agencé d’un dégagement (14) pour faciliter la fixation dudit
dispositif & mémoire sur ledit support (8) et que ledit boitier (1) est
agencé d’une extrémité haute déformable (9) pour étre rivé au moins

partiellement sur ledit support (8).
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Dispositif selon une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'au
moins un circuit intégré mémoire (2,20) et un composant supplémentaire
(22) sont connectés électriquement et mécaniquement sur des surfaces
opposées dudit interface d’interconnexion (3), formant ainsi un sous-en-

semble électronique (17).

Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit composant
supplémentaire est une alimentation en courant €lectrique (22), qu'au
moins deux bornes d’au moins un circuit intégré mémoire (2,20) sont
reliées électriquement 4 au moins deux contacts centraux (7.70) dudit

interface d’interconnexion (3) par ledit interface d’interconnexion (3).

Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que ladite alimenta-
tion en courant électrique (22) est une bobine RF, permettant I'alimenta-
tion en courant électrique voire I'écriture/lecture d’au moins un circuit
intégré mémoire (2,20) a travers d’au moins deux contacts centraux (7,70)

dudit interface d’interconnexion (3).

Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit interface
d’interconnexion (3) est serti d’au moins une partie de fixation (5) d'une

extrémité basse déformable (4) dudit boitier (1).

Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que ladite partie de

fixation (5) sont des griffes.

Dispositif selon la revendication 8. caractérisé en ce que ladite partie de
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fixation (5) forme au moins un contact électrique (6) avec une zone méta-
lisée dudit interface d’interconnexion (3), permettant au moins un contact
électrique d’au moins un circuit intégré mémoire (2,20) avec au moins un

contact périférique (700,7000) dudit boitier (1).

Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'au moins une
borne d’au moins un circuit integré mémoire (2,20) est reliée électrique-

ment 4 au moins un contact central (7,70) dudit interface d’interconn-

-

exion (3).

Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'au moins un cir-
cuit intégré mémoire (2,20) est accessible a Iécriture/lecture et a Iali-
mentation en courant électrique par au moins un contact central (7,70)
dudit interface d’interconnexion (3) et par au moins un contact périféri-
que (700,7000) dudit boitier (1). - '

Dispositif selon une des revendications 1 a4 12, caractérisé en ce que le
dispositif 8 mémoire monté sur ledit support (8) est couvert par une pince
ad hoc détachable (10), afin de pouvoir couvrir temporairement le dispo-

sitif & mémoire.

Dispositif selon une des revendications 1 a 12, caractérisé en ce que le
dispositif 3 mémoire monté sur ledit support (8) est couvert par un cou-
vercle détachable (13), afin de pouvoir couvrir temporairement le disposi-

tif & mémoire.
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15. Utilisation d’un dispositif 2 mémoire électronique selon la revendication

1, caractérisé en ce que ledit dispositif 4 mémoire est incorporé dans une

carte de circuits imprimés comme support (8), que ledit dispositif a mé-

moire est accessible A Iécriture/lecture et a l'alimentation en courant

5 électrique, de sorte que ledit dispositif a mémoire garde des informations
relatives 2 I'état de ces cartes imprimées lors de leurs procédés de pro-

duction et lors de leurs utilisation future.
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